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RESUMEN

En esta tesis se maneja un método de modificacién estructural superficial mediante
el anodizado de dos etapas de una placa de aluminio de 99.999% de pureza y una
aleacion de 98 %W de aluminio y 2 %W de magnesio, los sustratos obtenidos
mediante anodizado se caracterizan por ser amorfos, ademas de tener celdas
ordenadas hexagonalmente con un poro central en cada celda, el diametro del poro
esta en el rango de 30 a 90 nm y una distancia entre poros (D) de 40 a 70 nm.

Sobre estos sustratos de alimina se deposito una pelicula de de nitruro de titanio
mediante la técnica de erosion catddica reactiva modo continuo, en este trabajo se
darén a conocer los efectos del sustrato sobre la forma de crecimiento, morfologia
y dureza de la pelicula depositada.

Para determinar la composicion de estequiometrica de la pelicula delgada de
nitruro de titanio se corrieron varias pruebas a diferentes condiciones de
deposicion, las peliculas se analizaron con espectroscopia foto electronica de rayos
Xy difraccion de rayos X, de esta manera se determind que a una presion de
trabajo de 2.6x10-3 Torr, con flujo de argdn de 16 cm3/min, flujo de nitrégeno de
1.7 cm3/min; temperatura del sustrato a 300 °C y potencia de 200W, se obtiene
una composicion cercana al estequiométrica y una marcada orientacion hacia los
planos (111). De acuerdo a las caracteristicas del sustrato el area superficial
disponible para difundir de los 4&tomos adsorbidos es muy limitada, esta area se
compone de las paredes de los poros o la distancia entre poros la cual es de 40 a 70
nm, este efecto aunado al alto bombardeo de iones de la técnica de deposicion de
erosion reactiva induce a la orientacion hacia los planos (111) de la pelicula
depositada, ademas promueve el crecimiento de islas separadas por hueco, estas
islas tienen una base bastante amplia que la parte superior que termina en punta
cuyo tamafio es de algunos nanometros. De acuerdo al analisis de dureza, la mejor
condicion para utilizar las membranas como sustratos para la deposicion de
peliculas de alta dureza es la muestra con 12 horas de anodizado y una
composicion de 99.999% de pureza.






